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前言

　　目前世界光伏产业以31.2%的年平均增长率高速发展，位于全球能源发电市场增长率的首位，预
计到2030年光伏发电将占世界发电总量的30%以上，到2050年光伏发电将成为全球重要的能源支柱产
业。
各国根据这一趋势，纷纷出台有力政策或制订发展计划，使光伏市场呈现出蓬勃发展的格局。
目前，中国已经有各种光伏企业超过1000家，中国已成为继日本、欧洲之后的太阳能电池生产大国。
2008年，可以说是中国光伏材料产业里程碑式的一年。
由光伏产业热潮催生了上游原料企业的遍地开花。
一批新兴光伏企业不断扩产，各地多晶硅、单晶硅项目纷纷上马，使得中国光伏产业呈现出繁华景象
。
　　发展太阳能光伏产业，人才是实现产业可持续发展的关键。
硅材料和光伏产业的快速发展与人才培养相对滞后的矛盾，造成了越来越多的硅材料及光伏生产企业
人力资源的紧张；人才培养的基础是课程，而教材对支撑课程质量举足轻重。
作为新开设的专业，没有现成的配套教材可资借鉴和参考，编委会根据硅技术专业岗位群的需要，依
托多家硅材料企业，聘请企业的工程技术专家开发和编写出了硅材料和光伏行业的系列教材。
　　本系列教材以光伏材料的主产业链为主线，涉及硅材料基础、硅材料的检测、多晶硅的生产、晶
体硅的制取、硅片的加工与检测、光伏材料的生产设备、太阳能电池的生产技术、太阳能组件的生产
技术等。
　　本系列教材在编写中，理论知识方面以够用实用为原则，浅显易懂，侧重实践技能的操作。
　　本书主要以硅片生产理论为基础，以当今硅材料生产发展的现状为参照，从实际工艺角度对硅片
生产全过程进行了比较系统的介绍，旨在使读者能够对硅片生产有一个全貌的认识，能具备硅片生产
工艺与检验的基本知识，并对各种设备和工艺过程有所了解。
　　本书注重理论与实践的紧密结合，以职业岗位能力为主线贯穿全书，面向工作过程设计教学内容
，突出应用性和实践性。
　　本书可作为高职高专太阳能光伏产业硅材料技术专业学生的教材，同时可作为企业对员工的岗位
培训教材，也可作为相关专业的工程技术人员参考学习。
　　本书由康自卫、王丽主编。
其中康自卫编写了第1、2、3、4章；乐栋贤编写了绪论和第5章；张东编写了第6章；王丽编写了第7章
和相关附录。
本书由陈元进、刘秀琼主审。
参加审稿的老师提出了许多宝贵意见和建议，在此表示衷心的感谢。
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内容概要

本书主要从实际工艺的角度对硅片生产全过程进行了比较系统详细的介绍，包括硅单晶的基本特性和
晶体结构，硅片生产设备的种类、性能及其使用方法，硅单晶从滚磨与开方、切割、研磨、抛光、清
洗一直到检验包装的整个生产过程与管理，其中针对太阳能硅片的生产有适当的介绍，通过这些介绍
，旨在使读者能够对硅片生产有一个全貌的认识，能具备硅片生产工艺与检验的基本知识，对各种设
备仪器和工艺过程有所了解，有条件时可以通过实习掌握部分设备仪器的使用技能。
     本书可作为高职高专太阳能光伏产业硅材料技术专业的教材，同时也可作为中专、技校和从事硅片
生产的企业员工的培训教材，还可供相关专业工程技术人员学习参考。
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章节摘录

　　硅片在转动的上、下研磨盘问作行星运动，借助上磨盘的压力与磨料作相对滑动摩擦，从而实现
对硅片表面的磨削，即为双面磨片机的基本原理。
　　③研磨液系统研磨液系统包括研磨液桶，泵和研磨液传输装置。
　　研磨液由磨料、水和助磨剂按一定比例配制而成。
和多线切割的砂浆一样，研磨液也需要进行充分的搅拌，只是远远不需要那么长的时间罢了。
通常研磨液是现用现配，也可集中配制以便于管理。
和多线切割液一样，研磨液一旦配制也就需要不停地搅拌以避免沉淀并使其均匀。
　　每台磨片机可以配一个小型的带搅拌的研磨液桶和砂泵，研磨液经过滤后由砂泵抽向磨片机，通
过磨片机的传输管道输送到上、下磨盘之间，也就是研磨区间内，研磨液中的磨料与硅片产生滑动摩
擦而达到磨削效果。
　　硅片研磨用的磨料通常是金刚砂，按其粒度大小有不同的型号，使用得最多的是W10、W14
和W20的金刚砂磨料，这是老标准的分级划分。
现行国标GB／T2481.2-1998中对磨料的粒度组成、分级及其检测方法都进行了新的规范。
这个标准将以往w系列的分级方法改为了与国际接轨的F系列分级，硅片研磨常用磨料对应为F500
、F600和：F800。
　　磨料粒度大，磨削速度就快，但是表面就相对粗糙，研磨损伤层也大；磨料粒度小，磨削速度就
慢，但是表面粗糙度有所改善，损伤层也浅，不过太低的磨削速率会使生产效率下降，不适于规模生
产。
　　④控制系统控制系统包括对机器主轴及行星传动系统运动的控制、上磨盘升降的控制和研磨速率
的控制。
　　主轴及行星传动系统的运动靠电机驱动，其转动方向和转动速度两个要素都是可以根据所研磨的
硅片类型及工艺状况而进行改变和调节的。
　　上磨盘的升降用气压控制，当装片、卸片及清洁处理磨盘等作业时，上磨盘升起，进行相应操作
，研磨时上磨盘下降到位并与下磨盘作反向转动。
　　研磨的速率控制反映在设备上主要是对研磨压力、磨液流量及磨片机转速的控制上。
　　（2）硅片双面研磨机工作原理和特点　　在双面研磨机上，上、下研磨盘作相反方向转动，硅
片在转动的上、下研磨盘问作既公转又自转的行星运动，借助上磨盘的压力与磨料作相对滑动摩擦，
从而实现对硅片正反两个表面的均匀磨削。
　　双面研磨机具如下特点。
　　①硅片研磨用的双面研磨机采用2～4台电机驱动，可以对上研磨盘、下研磨盘、齿圈、太阳轮单
独进行调速，使研磨达到最理想的转速比，其太阳轮相对于其他三个转速的速比可作无级调速，使游
轮可实现正转、反转，满足了不同研磨及修盘工艺的需求。
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